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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

DUOMENŲ PROCESINIMO IR APDOROJIMO ĮRANGA:
Skaitmeninio dvynio ir HIL simuliacijų platformos įrangos komplektas


	Pavadinimas
	Reikalaujami techniniai rodikliai
	Tiekėjo siūlomi techniniai rodikliai
(Tiekėjas turi nurodyti tikslias parametrų reikšmes, nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ ir pan.)

	1. Skaitmeninio dvynio ir HIL simuliacijų platformos įranga (1 komplektas).

	1. Bendrieji reikalavimai platformos įrangai
Platformos įranga turi būti sudaryta iš šių įrangos vienetų:
5 vnt. darbo stotis paskirstytam sistemos valdymui valdymui;
2 vnt. darbo stotis DI algoritmų spartinimui;
1 vnt. realaus laiko HIL simuliatoriaus modulis.

2. Įrangai taikomi šie techniniai rodikliai
 
2.1. Darbo stotis paskirstytam sistemos valdymui valdymui:
 
Darbo stoties procesorius turi būti ne mažiau kaip 24 fizinių branduolių iš jų ne mažiau kaip  8 P-Cores ir 16 E-Cores branduoliai, dažnis turi būti ne mažiau kaip 5,8 GHz ir taip pat turi būti ne mažesnis kaip 32 gijų palaikymas. 
Operatyvioji atmintis turi būti DDR5 ar lygiavertės technologijos, greitis ne mažiau kaip 4800 MT/s arba lygiavertis. Bendra atminties talpa – ne mažiau kaip 64 GB. Darbo stoties pagrindinė plokštė turi turėti ne mažiau 4 DIMM lizdų.
Vidinė atmintis (NVMe PCIe M.2 SSD) arba lygiavertė turi būti ne mažiau kaip 1000 GB talpos ir turi palaikyti ne praščiau kaip PCIe Gen4 x4 sąsają.
Darbo stoties pagrindinė plokštė turi palaikyti ne prastesnį kaip PCI Express ryšio greitį ir ne mažiau kaip 32 GT/s bei turėti PCIe x16  tipo ar lygiavertį lizdą.
Įrenginyje turi būti integruotas ne mažiau kaip 1 vnt. ir neprastesnis kaip 10/100/1000 BASE-T Ethernet prievadas.
Taip pat turi būti ne mažiau kaip 6 vnt. USB Type-A palaikančių ne mažiau kaip 10 Gbps duomenų perdavimo greitį ar lygiaverčių ir  ne mažiau kaip 3 vnt. USB 2.0 ar lygiaveršių prievadų.
Darbo stotis turi turėti diskrečiaja vaizdo plokštę, kuri turi būti ne mažiau kaip 16 GB atminties talpos , o atminties tipas turi būti GDDR6  ar lygiavertis su aparatinio klaidų taisymo kodo ECC palaikymu. Vaizdo plokštės skaičiavimo branduolių kiekis turi būti ne mažiau kaip 6144 branduolių. Vaizdo plokštės maksimalus energijos suvartojimas turi būti ne daugiau kaip 140 W. Vaizdo plokštė turi turėti ne mažiau kaip 4x standartinio dydžio DisplayPort 1.4a. vaizdo išvesčių ar lygiaverčius.
Darbo stotyje turi būti bent nemažiau kaip 1 vnt. garso įvesties / išvesties) lizdas.
Darbo stoties maitinimo šaltinis turi būti pritaikytas padidintoms apkrovoms, jo galia turi būti ne mažesnė kaip 700W ir efektyvumas ne mažesnis kaip 90%.
Darbo stotis turi turėti gamintojo integruotą aparatūrinio lygio automatinio BIOS atkūrimo technologiją, kuri savarankiškai aptiktų kenkėjiškas atakas, klaidų ar pažeidimų atvejus ir automatiškai atstatytų BIOS sistemą į saugią būseną iš izoliuotos atsarginės kopijos.
Darbo stoties korpusas turi būti standartinio darbinės stoties (Tower) tipo ir suprojektuotas taip, kad jo atidarymas ir pagrindinių vidinių komponentų (operatyviosios atminties, PCIe plokščių, kaupiklių) keitimas ar aptarnavimas būtų atliekamas nenaudojant jokių papildomų įrankių. 
Darbo stotis turi turėti integruotą techninės įrangos apsaugos modulį (TPM 2.0).
Darbo stotis turi turėti nepriklausomų programinės įrangos gamintojų (ISV) sertifikatus.
Siulomos įrangos (darbo stotis HIL valdymui, vizualizacijai, vaizdų apdorojimui, pramoninei automatikai ir prototipavimui) vidiniai komponentai turi būti surinkti vieno gamintojo, kad būtų užtikrintas maksimalus jų suderinamumas.

2.2. Darbo stotis DI algoritmų spartinimui

Darbo stotis turi būti specializuotas dirbtinio intelekto (DI) modelių mokymui ir didelio našumo skaičiavimams (HPC).
Darbo stoties procesorius (CPU) turi būti pritaikytas duomenų centro apkrovoms ir turi turėti ne mažiau kaip 20 fizinius branduolius „ARM“ architektūros ar lygiaverčius.
Turi turėti ne mažesnė kaip 128 GB
operatyviosios atminties talpa. 
Turi būti integruotas skaičiavimų greitintuvas (GPU), kurio branduoliai turi būti atitikti ne prasšiau nei 5-os kartos „Tensor“ ir 4-os kartos „RT“ branduolių parametrus ar lygiaverčius.
Įrenginio skaičiavimo našumas turi būti ne mažesnis nei 1 PFLOP.
Turi būti integruotas ne mažiau kaip 4 TB bendros talpos NVMe PCIe Gen 5 ar lygiavertis vidinės atminties masyvas.
CPU ir GPU komponentai tarpusavyje turi būti sujungti didelio pralaidumo magistrale kurios duomenų perdavimo greitis yra ne mažesnis kaip 273 GB/s.
Sistemoje turi būti palaikomas PCI Express ryšio greitis ne mažiau kaip 32 GT/s.
Turi būti ne mažiau kaip 1 vnt. didelio pralaidumo tinklo sąsajų NIC tipo, orientuotų į HPC klasterizavimą ir palaikančių ne mažesnį kaip 200 Gb/s duomenų perdavimo greitį.
Turi būti ne mažiau kaip 1 vnt. tinklo prievadas, atitinkantis 1000 Mbit/s Ethernet (RJ45) standartą arba lygiavertis.
Turi būti ne mažiau kaip 4 vnt. USB C arba lygiaverčių prievadų.
Turi būti integruotas atskiras sistemos valdymo valdiklis, skirtas nuotoliniam stebėjimui ir valdymui.
Turi būti ne mažesni parametrai montuoti į standartinę ne mažesnę kaip 19 colių serverinę spintą.
Turi būti maitinimo šaltinis, užtikrinantys ne mažesnę kaip 240W galia ir pritaikytas efektyviam SoC / Edge platformos veikimui.

2.3. Realaus laiko HIL simuliatoriaus modulis.

Modulis turi būti specializuotas realaus laiko komunikacijos ir I/O apdorojimui ir sinchronizacijai.
Modulyje turi būti integruotas specializuotas mikrovaldiklis arba FPGA lustas, skirtas aparatūriniam pramoninių tinklo protokolų apdorojimui.
Modulis privalo turėti lygiai 4 nepriklausomus kanalus.
Modulio ryšio atsako vėlinimas ir signalo virpėjimas turi būti ne daugiau kaip 1 ms.
Modulio varžos keitimo rezoliucija – vieno žingsnio keitimo dydis turi būti lygiai 0,25 Ω.
[bookmark: _GoBack]Turi būti palaikomas PCI Express (PCIe) sąsajos prijungimas arba lygiavertis.
Turi būti D tipo jungtis ar lygiavertė ne mažiau kaip 37 jungčių.
Modulis turi atitikti EMI  EN6100-6-1:2001 standartą.
Modulis turi būti tiesiogiai suderinamas ir valdomas iš „MATLAB & Simulink Real-Time“ aplinkos taip pat turi būti suderinamas ir su realaus laiko įrenginiais.
Prie įrenginio turi būti pridedami visi reikalingi pajungimo laidai ir adapteriai, skirti pilnaverčiam modulio integravimui į realaus laiko simuliacijos sistemą.
 
3. Surinkimo ir suderinamumo reikalavimai.
 
Visi siūlomi skaitmeninio dvynio ir HIL simuliacijų platformos įrangos vienetai turi būti maksimaliai suderinami aparatiškai 
ir palaikoma bendra programinio palaikymo aplinka.

4. Garantinė techninė priežiūra.
 
Visiems įrangos vienetams taikoma gamintojo užtikrinta ne trumpesnė nei 1 metų garantija.

	



